ULTRASCHALLREINIGUNG

Rettung

fur beschadigte Solarwafer

Bei einem sachsischen Dienstleister werden beschadigte Silicium-Wafer
nach der Bearbeitung mit Ultraschallunterstiitzung gereinigt.
Mit einer neuen automatisierten Ultraschall-Reinigungsanlage
hat der Betreiber beste Erfahrungen gemacht.

_ Das Schneiden sproder Materiali-
en, inshesondere von mono- und multi-
kristallinem Silicium, ist Spezialgebiet
der Freiberger Silicium- und Targetbear-
beitung GmbH (FST). In den letzten Jah-
ren gewann das ,Retten“ beschadigter
Solar-Wafer an Bedeutung und wuchs
mit Stiickzahlen in Millionenhohe zu
einem der groBten Geschaftsfelder des
Unternehmens.

Bei der Wafer-Herstellung kommt es
immer wieder zu Beschiddigungen im

Randbereich der quadratischen Silici-
um-Scheiben. FST schneidet die bescha-
digten Rander ab, so dass ein intakter
Wafer des nachst kleineren Formats
iibrig bleibt. Aktuell werden 156-mm-
Wafer auf Kantenldngen von 125 mm
zuriickgeschnitten. ,Bei Waferdicken
von 150 bis 200 Mikrometern stellt das
Schneiden eine groBe Herausforderung
dar®, betont Geschéftsfiihrer Tilo Teich-
mann. Das Schneiden erfolgt in Paketen,
anschlieBend werden die Wafer mit

A Die Silicium-Wafer durchlaufen in der Ultraschallreinigungsanlage fiinf Becken

einem speziellen Schleifprozess auf das
endgiiltige MaB gebracht.

Durch die Bearbeitung werden die
Wafer verschmutzt und miissen vor der
Auslieferung gereinigt werden. Dies
erfolgte in Ultraschallbecken, die Mit-
arbeiter von Hand beschickten. Den
gestiegenen Mengen wurde dieses Ver-
fahren nicht mehr gerecht, wie Teich-
mann erlautert: ,Es waren immer wieder
Unterbrechungen notig, wenn sich im
Wasser oder den Chemikalien eine kriti-
sche Menge Schmutz gesam-
melt hatte. Die Fliissigkeiten
mussten ausgetauscht und
die Becken gesaubert wer-
den.”

Wafertransport
mittels Roboter
Diese zeitraubenden und
auch unangenehmen Aufga-
ben entfallen seit FST die
automatische Ultraschallrei-
nigungslinie der Schweizer
UCM AG (Ultrasonic Cleaning
Machines) einsetzt. Die Toch-
ter der Diirr Ecoclean Gruppe
lieferte die Anlage mit einem
Portalroboter, der die Korbe
mit den Wafern von Becken
zu Becken transportiert.
Insgesamt durchlaufen bis
zu 1800 Wafer pro Stunde
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den fiinfstufigen Reinigungsprozess. In
den ersten beiden Wannen erfolgen bei
einer Ultraschallfrequenz von 40 kHz
die Grob- und Feinreinigung mit hoch-
und mildalkalischen Reinigern. In den
weiteren Becken werden die Wafer
zundchst mit normalem Wasser, dann
mit de-ionisiertem Wasser gespiilt. Um
eventuell noch vorhandene Restpartikel
zu entfernen, kommt im vierten Becken
erneut Ultraschall zum Einsatz.

Das Wasser im letzten Spiilbecken
durchlauft kontinuierlich eine separate
Aufbereitungsanlage. So wird verhin-
dert, dass nach dem Trocknen Wasser-
flecken auf den Siliciumscheiben
zuriickbleiben. Aus dem letzten Becken
hebt der Roboter den Korb mit den
Wafern schlieBlich so langsam heraus,
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A Ein Portalroboter
transportiert die Kérbe
mit den Wafern von
Becken zu Becken und
abschlieBend in die
Trockenstation

< Pro Stunde werden
in der automatischen
Anlage bis zu 1800
Wafer gereinigt und
getrocknet

dass durch die Oberflaichenspannung
des Wassers in Zusammenspiel mit der
Schwerkraft bereits der groBte Teil der
Fliissigkeit von den Silicium-Wafern
abgezogen wird. AbschlieBend sorgen
zwei Warmluftstationen fiir die endgiil-
tige Trocknung.

LSeit die Reinigungsanlage in Betrieb
ist, entfallen die Stillstandzeiten, die
sich friiher durch das Leeren, Reinigen
und Befiillen der Becken ergaben®,
erlautert Teichmann. Denn jetzt werden
die Fluissigkeiten in den Becken konti-
nuierlich gefiltert. Auch der Chemikali-
eneinsatz kann nun sparsamer erfolgen,
da die Konzentration in den Wannen
permanent iiberwacht wird. Bei Bedarf
wird exakt die notige Menge hinzu
dosiert.

Ultraschalleinheiten seitlich und
auBen angeflanscht
Als groBten Vorteil der Anlage sieht
Teichmann die Konstruktion der Becken
an. Denn die Ultraschalleinheiten sind
auBen an den Becken angeflanscht und
lassen sich daher leicht austauschen. Bei
anderen Anlagen, die FST in Betracht
gezogen hatte, befanden sich die Ultra-
schalleinheiten fest montiert im Boden-
bereich. Die Konsequenzen davon hat
der Geschéftsfiihrer in einem anderen
Unternehmen bereits zur Geniige erlebt:
»Bei der Reinigung lagern sich immer
kleine Splitter oder groBere Teilchen auf
dem Boden ab. Erstens ddmpfen sie den
Ultraschall erheblich. Zweitens schmir-
geln sie sehr stark — und nach einein-
halb Jahren ist der Boden durchgeschlif-
fen.“ Dann stand die Anlage, und die
Becken mussten herausgeschweilit wer-
den. Beim UCM-Konzept hingegen
lagern sich auf der Ultraschalleinheit
kaum Teilchen ab, da sie einfach seitlich
herunterfallen. Daher, so Teichmann,
werde der Ultraschall auf seinem Weg zu
den Wafern kaum gedampft. Und das
Schmirgeln am Beckenboden entfalle.
Nach eineinhalb Jahren kann FST eine
positive Bilanz ziehen: ,Die Anlage wur-
de aufgestellt, es wurden Funktionstests
gemacht, sie wurde befiillt, unsere Leute
bekamen eine sehr gute Schulung —und
vom ersten Tag an konnten wir damit
arbeiten.“ Nennenswerte Stillstandzei-
ten hat Teichmann bei der Anlage noch
nicht erlebt — ,vielleicht mal eine Stun-
de“, wenn ein Teil der Peripherie auszu-
tauschen war. ]
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